
附件6
中关村国家自主创新示范区
集成电路设计产业发展资金申报书
（产业集聚）
申报单位（公章）：____________________
联 系 人：__________________________
联系电话：__________________________
申报日期：__________________________
中关村科技园区管理委员会
（2021年）
填报说明
1.资金支持对象：在中关村示范区内注册成立，从事集成电路功能研发、设计、应用及相关服务的法人企业。
2.申报书内容及附件是中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展资金评审的主要依据，须严格按照规定格式和栏目要求填写，内容真实、准确、全面，严禁弄虚作假。
3.申报单位须按照资金申报要求提供相关证明材料复印件，附件需每页加盖公章。
4.申报书及附件须编制目录页码，装订成册，申报书封面、骑缝加盖公章。

申报资金信用承诺书

本单位承诺在申报中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展资金过程中诚实守信，提交的申报资料原件、复印件均真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分。如有弄虚作假、违法、违规行为，自愿放弃申报资格，已获得的资金全额退回，并自愿承担由此造成的一切相关法律责任及后果。
单位法人签字：
（盖章）
年    月    日

一、申报企业概况
	企业名称
	
	所属园区
	

	注册地址
	
	注册日期
	

	办公地址
	

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	申报内容
	□ 推动集成电路设计企业形成产业集聚

	
	总投入
	
	申请支持金额
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职务
	

	
	身份证号码
	
	手机号码
	

	
	E-mail
	

	企业负责人
	姓名
	
	职务
	

	
	手机号码
	
	E-mail
	

	企业联系人

	姓名
	
	职务
	

	
	手机号码
	
	传真
	

	
	E-mail
	

	注册资本
（万元）
	
	其中：外资（含港澳台）比例
	%

	企业性质
	□国有    □外商独资    □中外合资    □民营     □其他

	是否上市企业
	□是 （上市地点及日期              ）               □否

	是否高新技术企业
	□是 （认定日期及证书号            ）               □否

	股权结构
（前三名）
	股东
名称
	股东性质
（外资、内资）
	出资金额

（万元）
	股权比例（%）
	出资方式
	是否创始人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	主要财务指标
（万元）
	2020年

	
	企业收入总额
	
	出口：           内销：         

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额比例%
	

	
	自主集成电路设计销售（营业）收入
	
	自主集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额比例%
	

	
	集成电路产品收入
	
	集成电路产品收入占企业收入总额比例%
	

	
	集成电路设计服务收入
	
	集成电路设计服务收入占企业收入总额比例%
	

	
	研发费用总额
	
	研发费用总额占企业收入总额比例%
	

	
	境内研发费用总额
	
	境内研发费用占研发费用总额比例%
	

	
	利润总额
	
	利润总额占企业收入总额比例%
	

	
	流片投入费用
	
	购买集成电路设计相关工具及IP费用
	设计工具： 
IP：      

	
	资产总计
	
	固定资产原值
	
	固定资产净值
	

	
	增值税实际缴纳额
	
	营业税实际缴纳额
	
	企业所得税实际缴纳额
	

	
	2021上半年（1-6月）

	
	企业收入总额
	
	出口：        内销：        

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	

	
	2021年（全年预估）

	
	企业收入总额
	
	出口：           内销：         

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	研发费用总额
	

	
	流片投入费用
	

	企业简介
	

	经营范围
	（须从事集成电路功能研发、设计及相关服务）


	主要业务方向
	主要业务方向及排序（高→低）：                         
1.自行设计IC，销售集成电路芯片和产品

2.IC设计服务，受客户委托进行IC设计
3.IP核开发与服务，提供系统解决方案
4.EDA工具软件产品开发、销售与服务
5.其他                        

	主要产品
	产品名称及型号
	芯片

线宽
	芯片

制造厂商
	芯片

封装厂商
	主要

IP供应商
	主要客户

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	核心团队简介
	

	融资情况
	

	分公司（或子公司）分布情况
	

	获得的奖励及荣誉称号
	

	上市计划
	

	是否承担各级政府

项目
	□国家级         □省部级       □地市级         □其它

承担项目基本情况描述：

科研经费拨款总额：            
*注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。


二、申报企业研发及创新能力情况
	人员构成
	当年月平均职工总数人
	

	
	签订劳动合同关系且大学专科以上学历职工人数
	
	占当年月平均职工总数人比例%
	            

	
	签订劳动合同关系且大学专科以上学历研发人员数
	
	占当年月平均职工总数人比例%
	            

	
	研发人员

总数
	
	管理人员总数
	
	市场推广人员总数
	

	
	大专及本科学历职工数
	
	硕士学历职工数
	
	博士学历职工数
	

	设计开发环境
	硬件环境

	
	大/中/小型机
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	服务器
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	工作站
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	PC机
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	软件工具

	
	工具类别
	工具商/国别
	工具名称
	数量
	自购/租用

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	测试设备

	
	型号
	设备商/国别
	测试速率/通道数
	数量
	自购/租用

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	知识产权
	已申请发明专利数
	项

	
	已获得授权发明专利数
	项

	
	已申请集成电路芯片设计专利数
	项

	
	软件著作权
	项

	
	布图设计专有权
	项


三、需要提交的材料清单（以下材料提供复印件，加盖企业公章）
（一）企业基本材料

1.工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证。

2.经具有国家法定资质的中介机构鉴定的企业近两年的会计年度财务报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）。
（二）设计企业资质材料

1.取得国家集成电路设计企业资质认定的企业，提供相关证明材料。

2.未取得国家集成电路设计企业资质认定的企业，提供以下材料：

（1）企业职工人数、学历结构、专业背景、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，以及企业职工劳动合同和社会保险缴纳证明等材料。

（2）企业自主开发或拥有知识产权（如集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）的证明材料。

（3）已开展流片业务的相关服务合同。
（4）企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境等证明材料，如使用正版EDA工具的合同、机时交费证明或购买发票等复印件。
（三）申请“推动集成电路设计企业形成产业集聚”的企业需提交的材料

1.申报明细表（附件）。

2.企业与园区签订的房屋租赁合同。

3.财务凭证、付款发票及银行回单。

（四）提交电子版申报书

电子版申报书只需将一、二和附件内容发送到指定邮箱，无需提交证明材料。同时提交附件的Excel版本。
附件

推动集成电路设计企业形成产业集聚申报明细表
单位：万元

	入驻园区
	入驻时间
	合同签订时间
	入驻期限
	实际租用面积

（平方米）
	单价
	总价
	已付款金额
	记账凭证号
	发票号
	发票时间
	发票金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：① 将此表的Excel版电子资料发送至指定邮箱。
    ② 相关证明材料需按时间顺序依次装订。
1

